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@ Verfahren fur die Montage von Chips in Flip-Chip-Technik-Prozessen 

(§) Diese Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren fur die 
Montage von Chips in Flip-Chip-Technik-Prozessen und 
insbesondere auf ein seiches Verfahren, das keinen Kleb- 
stoffauftragungsschritt erfordert und die fur das Kleben 
der Chips erforderliche Zeitspanne verringern kann. 
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Beschreibung 

[0001] Die Hrfindung bezieht sich auf ein Verfahren fur 
die Montage von Chips in Rip-Chip-Technik-Prozessen. 
[0002] Rip-Chip-Techniken ermoglichen, daB Chips ohne 5 
die Venvendung von Drahten mit Substraten verbunden 
werden. Durch die wirkliche Plazierung des Chips mit der 
Oberseite nach unten und in direktem Kontakt mit dem Sub- 
strat sind die Rip-Chip-Technikcn dne schr effiziente und 
zunehmend verbrcitete Alternative zu herkonunlichen 10 
Bond-Techniken. 

[0003] Die Fig. lA, IB, IC und ID zeigen das herkomm- 
liche Verfahren zum Montieren von Chips in Rip-Chip- 
Techniken. Wie in Fig. lA gezeigt, miissen Goldanschliisse 
11 (Oder LotanschlUsse) auf dem Wafer vorgesehen sein, be- 15 
vor dieser in Scheiben 10 rait gceigncter GroBc (von denen 
nur eines gezeigt ist) zerschnitten wird. 
[0004] Wie in Fig. IB gezeigt, wird anschlieBend ein 
Klebstoff 13 auf die Oberseite des Substrats 12 aufgetragen. 
AnschlieBend wird ein leitendes Gel 14 auf die Anschlusse 20 
11 der Scheibe 10 aufgetragen (siehe Fig. I Q. SchlieBlich 
wird die Scheibe 10 umgedreht und in direktem Kontakt mit 
der Oberseite des Substrats 12 erwarmt, um sie auf das Sub- 
strat 12 zu kleben (siehe Fig. ID). 

[0005] Das leitende Gel 14 muB jedoch auf die An- 25 
schlusse 11 aufgetragen werden, um (tie Anschliisse II auf 
dem Substrat 12 zu befestigen, wodurcb eine lange Zeit- 
spanne fur die Festigung des Gels 14 erforderlich ist, was fur 
die Massenherstellung ungeeignet ist. AuBerdem kann das 
Gel 14 keine ausreichende Klebekraft entwickeln, um die 30 
Scheibe 10 am SubsU-at 12 fest zu verkleben, so daB die 
Scheibe 10 sich haufig vom Substrat 12 lost 
[0006] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die Nach- 
teile des obenerwahnten Standes der Technik zu beseitigen 
und ein verbessertes Verfahren fiir die Montage von Chips in 35 
Rip-Chip-Technik-Prozessen zu schaffen. 
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelosl duich 
ein Verfahren fur die Montage von Cliips in Flip-Chip-Tech- 
nik-Prozessen, das die im Anspruch 1 angegebenen Merk- 
male besitzt Der abhangige Anspruch ist auf eine bevor- 40 
zugte Ausfuhrungsform gerichtet. 

[0008] Weiteie Merkmale und Vorteile der Erfindung wer- 
den deutlich beim I^sen der folgenden Beschreibung bevor- 
zugter Ausfiihrungsformen, die auf die beigefiigten Zeich- 
nungen Bezug nimmt; es zeigen: 45 
[0009] Fig. 1 A, IB, IC und ID die bereits erwahnten An- 
sichten einer herkommlichen Rip-Chip-Montagetechnik; 
[0010] Fig. 2A, 2B, 2C und 2D eine Rip-Chip-Montage- 
technik gemaB der Erfindung; und 

[0011] Fig. 2E eine vergroBerte Ansicht eines Abschnitts 50 
der Fig. 2D. 

[0012] Wie in den Fig. 2A, 2B, 2C und 2D gezeigt, umfaBt 
die Rip-Chip-Technik zur Montage von Chips gemaB der 
Erfindung folgende Schritte: 

55 

1. Vorsehen von Vorspriingen 11 an der Oberseite ei- 
ner Scheibe 10 (siehe Fig. 2A); 

2. Ausbilden von Lotanschliissen 24 auf dem SubsUrat 
22 durch Aufdrucken oder mittels Galvanisierung 
(siehe Fig. 2A); 60 

3. Auftragen einer Grundierung 23 auf das Substrat 22 
(siehe Fig. 2B); 4. Umdrehen der Scheibe 20 und Pla- 
zieren der Scheibe 20 auf dem Substrat 12, wobei die 
Vorspriinge 21 der Scheibe 20 direkt in Kontakt mil 
den Anschlussen 24 sind (siehe Fig, 2C); und 65 
5. Beaufschlagen der Scheibe 20 mit Druck und 
Warme, um die Anschlusse 24 zu schmelzen und somit 
die Scheibe 20 fest am Substrat 22 zu befestigen, wenn 
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die Anschlusse 24 nach dem Abklihlen fest werden 
(siehe Fig. 2E). 

[0013] Wenn die Anschlusse 24 nach dem Abkuhlen fest 
werden, konnen sofort weitere Prozeduren durchgefiihrt 
werden. - - - - - . _ . . 

Patentanspriiche 

1. Verfahren fur die Montage von Chips in Rip-Chip- 
Techniken, gekennzeichnet durch die Schritte: 
Vorsehen von Vorspriingen (11) an der Oberseite einer 
Scheibe (10); 

Aufbringen von Lotanschliissen (24) auf dem Substrat 
(22) durch Aufdrucken oder mittels Galvanisierung; 
Aufbringen einer Grundierung (23) auf das Substrat 
(22); wobei 

die Scheibe (20) umgedreht wird und auf dem Substrat 
(12) platziert wird, wobei die Vorspriinge (21) der 
Scheibe (20) direkt in Kontakt mit den Anschlussen 
(24) sind; und 

die Scheibe (20) mit Druck und Warme beaufschlagt 
wird, um die Anschliisse (24) zu schmelzen und somit 
die Scheibe (20) fest am Substrat (22) zu befestigen, 
wenn die Anschliisse (24) nach dem Abkiihien fest 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Metall-Lotanschliisse (24) mittels Galvani- 
sieren auf das Substrat (12) aufgebracht werden. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



t^EST AVA)I.ABL£ COPY 

Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



diST AVAILABLE COPY 

Nummer: 
Int. Cl.^: 

Offenlegungstag: 



DE 100292S5A1 
HOI 121/58 

20. Dezember 2001 



iws\s\m\s\\s^^^ 



12 



Stand der Technik 

FIG. 1 A 
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FIG. 1 B 
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Stand der Technik 
FIG. 1 C 
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Stand der Technik 
FIG. ID 
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FIG. 2 B 
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FIG. 2 C 
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FIG. 2 D 
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FIG. 2 E 



